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１．概要（Summary） 
フレキシブル MEMS センサの実現を目指して，名古

屋大学ナノテクプラットフォーム「マイクロ構造体・

MEMS デバイス作製支援」を得て，銅張積層板をベ

ースにした MEMS センサ作製プロセス技術を新たに

開発した．具体的には，MEMS 基板として，銅張積

層板（COP: Cu On Polyimide）を提案し，COP 基板

上にて犠性層エッチングを用いることで，MEMS セ

ンサを作製する方法を開発した（Fig. 1）． 

 
Fig. 1. MEMS sensor based on COP substrate. 

 
２．実験（Experimental） 
COP基板をベースにしたMEMSセンサ作製プロセス

の詳細を以下に示す．先ず，フォトリソグラフィー（両

面露光装置）を用いて COP 基板上に形成した感光性

ポリイミドフィルムをパターニングした．再度，フォ

トリソグラフィー及び成膜装置（スパッタ装置）を用

いて，感光性ポリイミド上に MEMS センサとなる薄

膜金属ヒータを形成した．最後に，感光性ポリイミド

に形成したパターン形状に基づき，銅箔層を選択的に

エッチングすることで，同一プロセス内にて，銅箔層

への電気的配線パターン形成と基板からの MEMS セ

ンサ（薄膜金属パターン）のリリースを実現した． 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
本研究では，先ず，上記 MEMS センサ作製プロセス

の確立を目的として，銅箔層への犠性層エッチング特

性を評価した．次に，得られたエッチング特性から感

光性ポリイミドフィルムへのパターン形状を設計し，

上記プロセスにてCOP基板をベースにしたMEMSセ

ンサが実現可能であることを実証した．本作製支援を

得て実現したフレキシブル MEMS センサを Fig. 2 に

示す． 

 
Fig. 2. Fabricated flexible thermal MEMS sensor. 
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